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(57)【要約】
【課題】キャリア基材から剥離する時の損傷を抑制する
ことができる柔軟基板の製造方法を提供すること。
【解決手段】本発明は、柔軟基板の製造方法に関し、よ
り詳細には、キャリア基材上に分離層を形成する段階と
；前記分離層上に電極パターン層を形成する段階と；前
記電極パターン層が形成された前記分離層上に高分子層
を形成する段階と；前記キャリア基材と前記分離層の境
界部の少なくとも一部を水系剥離液に接触させ、前記分
離層を前記キャリア基材から剥離する段階とを含むこと
によって、柔軟基板のキャリア基板から剥離する時に電
極パターン層などの損傷を防止し、容易に剥離が可能な
柔軟基板の製造方法に関する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリア基材上に分離層を形成する段階と；
　前記分離層上に電極パターン層を形成する段階と；
　前記電極パターン層が形成された前記分離層上に高分子層を形成する段階と；
　前記キャリア基材と前記分離層の境界部の少なくとも一部を、水を５０重量％以上含む
水系剥離液に接触させ、前記分離層を前記キャリア基材から剥離する段階とを含む、柔軟
基板の製造方法。
【請求項２】
　前記分離層は、剥離前に比べて、剥離後の剥離面の表面エネルギーが５～２０Ｎｍ／ｍ
増加する請求項１に記載の柔軟基板の製造方法。
【請求項３】
　前記分離層は、剥離前の表面エネルギーが３０～５５Ｎｍ／ｍであることを特徴とする
請求項１に記載の柔軟基板の製造方法
【請求項４】
　前記分離層は、剥離後の剥離面の表面エネルギーが５５～７０Ｎｍ／ｍであることを特
徴とする請求項１に記載の柔軟基板の製造方法。
【請求項５】
　前記分離層は、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ポリビニルアルコール（ｐｏｌｙ
　ｖｉｎｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌ）、ポリアミック酸（ｐｏｌｙａｍｉｃ　ａｃｉｄ）、ポ
リアミド（ｐｏｌｙａｍｉｄｅ）、ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ）、ポリス
チレン（ｐｏｌｙｓｔｙｌｅｎｅ）、ポリノルボルネン（ｐｏｌｙｎｏｒｂｏｒｎｅｎｅ
）、フェニルマレイミド共重合体（ｐｈｅｎｙｌｍａｌｅｉｍｉｄｅ　ｃｏｐｏｌｙｍｅ
ｒ）、ポリアゾベンゼン（ｐｏｌｙａｚｏｂｅｎｚｅｎｅ）、ポリフェニレンフタルアミ
ド（ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｐｈｔｈａｌａｍｉｄｅ）、ポリエステル（ｐｏｌｙｅ
ｓｔｅｒ）、ポリメチルメタクリレート（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔ
ｅ）、ポリアリレート（ｐｏｌｙａｒｙｌａｔｅ）、シンナマート（ｃｉｎｎａｍａｔｅ
）系高分子、クマリン（ｃｏｕｍａｒｉｎ）系高分子、フタルイミジン（ｐｈｔｈａｌｉ
ｍｉｄｉｎｅ）系高分子、カルコン（ｃｈａｌｃｏｎｅ）系高分子及び芳香族アセチレン
系高分子物質よりなる群から選択された１つ以上の物質を含む分離層形成用組成物で製造
されることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の柔軟基板の製造方法。
【請求項６】
　前記水系剥離液は、低沸点溶媒をさらに含むことを特徴とする請求項１ないし５のいず
れかに記載の柔軟基板の製造方法。
【請求項７】
　前記高分子層上に柔軟基材を付着する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１ない
し６のいずれかに記載の柔軟基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、柔軟基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチ入力方式が次世代入力方式として注目されるに伴い、さらに多様な電子機器にタ
ッチ入力方式を導入しようとする試みがなされている。したがって、多様な環境に適用す
ることができ、正確なタッチ認識が可能なタッチセンサーに対する研究開発も活発に行わ
れている。
【０００３】
　例えば、タッチ方式のディスプレイを有する電子機器の場合、超軽量、低電力を達成し
、携帯性が向上した超薄膜の柔軟性ディスプレイが次世代ディスプレイとして注目され、
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このようなディスプレイに適用可能なタッチセンサーの開発が要求されて来た。
【０００４】
　柔軟性ディスプレイとは、特性の損失なしに反るか、曲げるか、または巻くことができ
る柔軟な基板上に製作されたディスプレイを意味し、柔軟性ＬＣＤ、柔軟性ＯＬＥＤ、及
び電子紙のような形態で技術開発が進行中である。
【０００５】
　このような柔軟性ディスプレイにタッチ入力方式を適用するためには、反り及び復元力
に優れ、柔軟性及び伸縮性に優れたタッチセンサーが要求される。このような柔軟性ディ
スプレイ製造のためのフィルムタッチセンサーに関して、透明樹脂基材の中に埋設された
配線を含む配線基板が提示されている。
【０００６】
　この配線基板の製造方法は、基板上に金属配線を形成する配線形成工程と、前記金属配
線を覆うように透明樹脂溶液を塗布乾燥して透明樹脂基材を形成する積層工程と、前記基
板から透明樹脂基材を剥離させる剥離工程とを含むものである。
【０００７】
　このような製造方法では、剥離工程を円滑に行うために、シリコン樹脂やフッ素樹脂の
ような有機剥離材、ダイヤモンドライクカーボン（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｌｉｋｅ　Ｃａｒｂ
ｏｎ，ＤＬＣ）薄膜、酸化ジルコニウム薄膜などの無機剥離材を基板の表面にあらかじめ
形成させる方法を使用する。
【０００８】
　しかし、無機剥離材を利用する場合、基板から基材及び金属配線を剥離させるとき、配
線及び基材の剥離が円滑に進行されず、基板の表面に金属配線及び基材の一部が残留する
問題があり、剥離材として使用された有機物質が配線及び基材の表面に染み出る問題があ
る。すなわち、剥離材を利用しても、配線基板の金属配線を基板から完全に剥離させるこ
とができない問題がある。
【０００９】
　このような問題を解決するために、韓国登録特許第１０－１１９１８６５号に提示され
ている方法は、金属配線が埋め込まれた形態の柔軟基板を製造する段階で光や溶媒によっ
て除去され得る犠牲層、金属配線及び高分子物質（柔軟基板）を基板上に形成させた後、
光や溶媒を利用して犠牲層を除去することによって、金属配線及び高分子物質（柔軟基板
）を基板から剥離させる。
【００１０】
　しかし、このような方法は、大型サイズでの犠牲層の除去工程が難しくて、犠牲層が完
全溶解されない場合には、異物として視認されるなどの問題がある。また、高温工程が不
可能で、多様なフィルム基材を使用することができない問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】韓国登録特許第１１９１８６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、キャリア基材から剥離する時の損傷を抑制することができる柔軟基板の製造
方法を提供することを目的とする。
【００１３】
　本発明は、キャリア基材からの剥離が容易な柔軟基板の製造方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　１．キャリア基材上に分離層を形成する段階と；
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　前記分離層上に電極パターン層を形成する段階と；
　前記電極パターン層が形成された前記分離層上に高分子層を形成する段階と；
　前記キャリア基材と前記分離層の境界部の少なくとも一部を、水を５０重量％以上含む
水系剥離液に接触させる段階と；
　前記分離層を前記キャリア基材から剥離する段階とを含む、柔軟基板の製造方法。
【００１５】
　２．上記１において、前記分離層は、剥離前に比べて、剥離後の剥離面の表面エネルギ
ーが５～２０Ｎｍ／ｍ増加する、柔軟基板の製造方法。
【００１６】
　３．上記１において、前記分離層は、剥離前の表面エネルギーが３０～５５Ｎｍ／ｍで
ある、柔軟基板の製造方法
【００１７】
　４．上記１において、前記分離層は、剥離後の剥離面の表面エネルギーが５５～７０Ｎ
ｍ／ｍである、柔軟基板の製造方法。
【００１８】
　５．上記１において、前記分離層は、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ポリビニル
アルコール（ｐｏｌｙ　ｖｉｎｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌ）、ポリアミック酸（ｐｏｌｙａｍ
ｉｃ　ａｃｉｄ）、ポリアミド（ｐｏｌｙａｍｉｄｅ）、ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈ
ｙｌｅｎｅ）、ポリスチレン（ｐｏｌｙｓｔｙｌｅｎｅ）、ポリノルボルネン（ｐｏｌｙ
ｎｏｒｂｏｒｎｅｎｅ）、フェニルマレイミド共重合体（ｐｈｅｎｙｌｍａｌｅｉｍｉｄ
ｅ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）、ポリアゾベンゼン（ｐｏｌｙａｚｏｂｅｎｚｅｎｅ）、ポリ
フェニレンフタルアミド（ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｐｈｔｈａｌａｍｉｄｅ）、ポリ
エステル（ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ）、ポリメチルメタクリレート（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌ　
ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）、ポリアリレート（ｐｏｌｙａｒｙｌａｔｅ）、シンナマー
ト（ｃｉｎｎａｍａｔｅ）系高分子、クマリン（ｃｏｕｍａｒｉｎ）系高分子、フタルイ
ミジン（ｐｈｔｈａｌｉｍｉｄｉｎｅ）系高分子、カルコン（ｃｈａｌｃｏｎｅ）系高分
子及び芳香族アセチレン系高分子物質よりなる群から選択された１つ以上の物質を含む分
離層形成用組成物で製造される、柔軟基板の製造方法。
【００１９】
　６．上記１において、前記水系剥離液は、低沸点溶媒をさらに含む、柔軟基板の製造方
法。
【００２０】
　７．上記１において、前記高分子層上に柔軟基材を付着する段階をさらに含む、柔軟基
板の製造方法。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、電極パターン層を具備した柔軟基板の形成時にキャリア基材上で工程を進行
することによって、薄い柔軟基板を使用するにもかかわらず、容易に工程の進行が可能で
ある。
【００２２】
　本発明は、柔軟基板のキャリア基板から剥離する時に電極パターン層などの損傷を防止
し、容易に剥離が可能である。
【００２３】
　本発明は、剥離面の残存異物を最小化することができ、別途の剥離面の洗浄工程を必要
としないので、工程効率を顕著に改善する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の一具現例による柔軟基板の製造方法の工程手順を概略的に示す
図である。
【図２】図２は、本発明の一具現例による柔軟基板の製造方法の工程手順を概略的に示す
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図である。
【図３】図３は、本発明の柔軟基板において、キャリア基材と分離層の境界部を示す図で
ある。
【図４】図４は、比較例１の柔軟基板の剥離面の表面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、キャリア基材上に分離層を形成する段階と；前記分離層上に電極パターン層
を形成する段階と；前記電極パターン層が形成された前記分離層上に高分子層を形成する
段階と；前記キャリア基材と前記分離層の境界部の少なくとも一部を、水を５０重量％以
上含む水系剥離液に接触させ、前記分離層を前記キャリア基材から剥離する段階とを含む
ことによって、柔軟基板の前記キャリア基板から剥離する時に前記電極パターン層などの
損傷を防止し、容易に剥離が可能な柔軟基板の製造方法に関する。
【００２６】
　図１及び図２には、本発明の一具現例による柔軟基板の製造工程が概略的に示されてお
り、以下、図面を参照して本発明の一具現例を詳しく説明する。
【００２７】
　まず、図１（ａ）のように、キャリア基材１０上に分離層２０を形成する。
　分離層２０は、キャリア基材１０との分離のために形成される層であり、電極パターン
層３０を被覆し、電極パターン層３０を保護する層になる。
【００２８】
　分離層２０は、例えば、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ポリビニルアルコール（
ｐｏｌｙ　ｖｉｎｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌ）、ポリアミック酸（ｐｏｌｙａｍｉｃａｃｉｄ
）、ポリアミド（ｐｏｌｙａｍｉｄｅ）、ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ）、
ポリスチレン（ｐｏｌｙｓｔｙｌｅｎｅ）、ポリノルボルネン（ｐｏｌｙｎｏｒｂｏｒｎ
ｅｎｅ）、フェニルマレイミド共重合体（ｐｈｅｎｙｌｍａｌｅｉｍｉｄｅｃｏｐｏｌｙ
ｍｅｒ）、ポリアゾベンゼン（ｐｏｌｙａｚｏｂｅｎｚｅｎｅ）、ポリフェニレンフタル
アミド（ｐｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅｐｈｔｈａｌａｍｉｄｅ）、ポリエステル（ｐｏｌ
ｙｅｓｔｅｒ）、ポリメチルメタクリレート（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌ
ａｔｅ）、ポリアリレート（ｐｏｌｙａｒｙｌａｔｅ）、シンナマート（ｃｉｎｎａｍａ
ｔｅ）系高分子、クマリン（ｃｏｕｍａｒｉｎ）系高分子、フタルイミジン（ｐｈｔｈａ
ｌｉｍｉｄｉｎｅ）系高分子、カルコン（ｃｈａｌｃｏｎｅ）系高分子及び芳香族アセチ
レン系高分子物質よりなる群から選択された１つ以上の物質を含む分離層形成用組成物を
キャリア基材１０上に塗布して形成したものであることができる。後述する水接触角と表
面エネルギーの観点から、好ましくは、ポリアリレート、ポリイミドなどの高分子を含む
ものであることができる。
【００２９】
　塗布方法は、特に限定されず、例えばスリットコーティング法、ナイフコーティング法
、スピンコーティング法、キャスティング法、マイクログラビアコーティング法、グラビ
アコーティング法、バーコーティング法、ロールコーティング法、ワイヤバーコーティン
グ法、ディップコーティング法、スプレイコーティング法、スクリーン印刷法、グラビア
印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットコーティング法、ディスペ
ンサー印刷法、ノズルコーティング法、毛細管コーティング法などの当該分野に公知され
た方法を使用することができる。
【００３０】
　分離層形成用組成物の塗布後に、追加的な硬化工程をさらに施すことができ、光硬化ま
たは熱硬化を使用するか、前記２つの方法をすべて使用可能である。光硬化及び熱硬化を
すべて行うとき、その順序は特に限定されない。
【００３１】
　分離層２０は、水接触角が７５゜未満であることが好ましい。水接触角が７５゜以上な
ら、後述する高分子層の形成時に高分子層形成用組成物の塗布が円滑に行われないか、ま
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たは高分子層との密着力が十分ではないことがある。
【００３２】
　そして、分離層２０をキャリア基材１０から剥離する時に、剥離面の水接触角が低くな
って、表面エネルギーが高くなることができるため、分離層２０は、剥離後に剥離面の水
接触角が２５゜以上～５５゜未満であることが好ましい。
【００３３】
　水接触角が２５゜未満なら、後述する水系剥離液が分離層２０の表面に残って、水ムラ
や異物が発生することができる。５５゜以上なら、水系剥離液の界面浸透力が弱くなって
、剥離力の低下及び損傷抑制効果が十分ではないことがある。
【００３４】
　また、分離層２０の表面エネルギーの場合、剥離前に比べて、剥離後の剥離面の表面エ
ネルギーが５～２０Ｎｍ／ｍ増加することが好ましい。そのような場合、後述する分離層
２０の剥離段階中に表面エネルギーが増加した部位に水系剥離液が容易に浸透可能である
。
【００３５】
　また、剥離前に表面エネルギーがあまり高い場合には、剥離後に再付着のおそれがあり
、剥離工程上、異物が吸着しやすい。また、表面エネルギーがあまり低い場合には、水接
触角と同様に、形成された分離膜上に有機層などを成膜しにくいし、成膜後にも、剥離す
る可能性があるので、剥離前の表面エネルギーは３０～５５Ｎｍ／ｍであることが好まし
い。
【００３６】
　キャリア基材１０は、工程中に容易に反るかまたはねじることなく固定され得るように
適正の強度を提供し、熱や化学処理に影響がほとんどない材料なら特別な制限なしに使用
することができる。例えば、ガラス、石英、シリコーンウェーハ、SUSなどを使用するこ
とができ、好ましくは、ガラスを使用することができる。
【００３７】
　前記キャリア基材１０は、剥離後に水接触角が８～２０゜であることが好ましい。その
ような場合、後述する剥離段階で分離層２０の剥離面との水接触角の差が大きくて、容易
に剥離可能であり、水系剥離液が分離層２０には残らずに、キャリア基材１０上にのみ残
るようになる。
【００３８】
　その後に、図１（ｂ）のように、前記分離層２０上に電極パターン層３０を形成する。
　電極パターン層３０としては、伝導性物質なら制限されずに使用することができ、例え
ばインジウムチンオキサイド（ＩＴＯ）、インジウムジンクオキサイド（ＩＺＯ）、イン
ジウムジングクチンオキサイド（ＩＺＴＯ）、アルミニウムジンクオキサイド（ＡＺＯ）
、ガリウムジンクオキサイド（ＧＺＯ）、フロリンチンオキサイド（ＦＴＯ）、インジウ
ムチンオキサイド－銀－インジウムチンオキサイド（ＩＴＯ－Ａｇ－ＩＴＯ）、インジウ
ムジンクオキサイド－銀－インジウムジンクオキサイド（ＩＺＯ－Ａｇ－ＩＺＯ）、イン
ジウムジングクチンオキサイド－銀－インジウムジングクチンオキサイド（ＩＺＴＯ－Ａ
ｇ－ＩＺＴＯ）及びアルミニウムジンクオキサイド－銀－アルミニウムジンクオキサイド
（ＡＺＯ－Ａｇ－ＡＺＯ）よりなる群から選択された金属酸化物類；金（Ａｕ）、銀（Ａ
ｇ）、銅（Ｃｕ）、モリブデン（Ｍｏ）及びＡＰＣ（銀合金）よりなる群から選択された
金属類；金、銀、銅及び鉛よりなる群から選択された金属のナノワイヤ；炭素ナノチュー
ブ（ＣＮＴ）及びグラフェン（ｇｒａｐｈｅｎｅ）よりなる群から選択された炭素系物質
類；及びポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ）及びポリアニリン
（ＰＡＮＩ）よりなる群から選択された伝導性高分子物質類から選択された材料で形成さ
れることができる。これらは、単独または２種以上混合して使用することができる。
【００３９】
　電極パターン層３０の形成方法は、特に限定されず、物理的蒸着法、化学的蒸着法、プ
ラズマ蒸着法、プラズマ重合法、熱蒸着法、熱酸化法、陽極酸化法、クラスタイオンビー
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ム蒸着法、スクリーン印刷法、グラビア印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、イ
ンクジェットコーティング法、ディスペンサー印刷法などの当該分野に公知された方法を
使用することができる。
【００４０】
　次に、図１（ｃ）、図２（ｄ）のように、前記電極パターン層３０が形成された分離層
２０上に高分子層４０を形成する。
【００４１】
　高分子層４０は、電極パターン層３０の単位パターンを電気的に絶縁させ、電極パター
ン層３０を被覆して保護する役目をする。
【００４２】
　高分子層４０を構成する高分子としては、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）、ポリエチレンスルホン（ＰＥＳ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカー
ボネート（ＰＣ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリイミド（ＰＩ）、エチ
レンビニルアセテート（ＥＶＡ）、アモルファスポリエチレンテレフタレート（ＡＰＥＴ
）、ポリプロピレンテレフタレート（ＰＰＴ）、ポリエチレンテレフタレートグリセロー
ル（ＰＥＴＧ）、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート（ＰＣＴＧ）、変性ト
リアセチルセルロース（ＴＡＣ）、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）、シクロオレフ
ィンコポリマー（ＣＯＣ）、ジシクロペンタジエンポリマー（ＤＣＰＤ）、シクロペンタ
ジエンポリマー（ＣＰＤ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）
、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、シリコン樹脂、フッ素樹脂、変性エポキシ樹脂
などを使用することができる。
【００４３】
　高分子層４０の形成方法は、特に限定されず、例えば前記分離層２０と同一の方法によ
って形成することができる。
【００４４】
　次に、図２（ｆ）のように、前記キャリア基材１０と分離層２０の境界部の少なくとも
一部を、水を５０重量％以上含む水系剥離液に接触させ、分離層２０を基材から剥離する
。キャリア基材１０と分離層２０の境界部は、その間の境界部を意味するものであり、例
えば図３のように、キャリア基材１０と分離層２０が積層された場合に、キャリア基材１
０と分離層２０の境界部は、赤い陰影部位を含む部位であることができる。
【００４５】
　キャリア基材１０と分離層２０の境界部の少なくとも一部を水系剥離液に接触させれば
、水系剥離液が毛細管現象によってキャリア基材１０と分離層２０の界面に浸透し、剥離
力を顕著に低減する。これによって、キャリア基材１０と分離層２０の剥離を容易に行う
ことができ、剥離時に電極パターン層３０などに加えられる損傷を最小化することができ
る。
【００４６】
　また、剥離時に発生し得る静電気を抑制し、界面に存在する異物の吸収を通じて剥離面
を滑らかに形成することができる。
【００４７】
　キャリア基材１０と分離層２０の境界部の少なくとも一部だけを水系剥離液に接触させ
ても、上記のように、水系剥離液が界面で広がるので、前記効果が具現されることができ
る。なお、境界部全体を水系剥離液に接触させることもできる。
【００４８】
　水系剥離液における水の含量は、例えば５０重量％～１００重量％であることができる
。水の含量が５０重量％未満の場合、水系剥離液の使用によってキャリア基材１０と分離
層２０間の剥離力が増加するか、または剥離時に分離層、電極パターン層、高分子層など
のクラックを誘発することができる。
【００４９】
　好ましくは、水系剥離液を乾燥後に発生することができる水ムラを最小化するために低
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沸点溶媒を混合することができる。
【００５０】
　本明細書で低沸点溶媒は、沸点１００℃未満であり、少なくとも一部が水と混合され得
る溶媒として、例えばメタノール、エタノールなどであることができる。これらは、単独
または２種以上混合して使用することができる。
【００５１】
　必要によって、水系剥離液は、界面活性剤をさらに含むことができる。界面活性剤は、
水系剥離液の界面への浸透をさらに容易にし、剥離面の異物を除去する役目をする。
【００５２】
　界面活性剤としては、例えばシリコン系界面活性剤またはフッ素系界面活性剤を使用す
ることができる。
【００５３】
　シリコン系界面活性剤は、特に限定されず、例えば市販品としてダウコーニングドレイ
シリコン社のＤＣ３ＰＡ、ＤＣ７ＰＡ、ＳＨ１１ＰＡ、ＳＨ２１ＰＡ、ＳＨ８４００など
；ＧＥ東芝シリコン社のＴＳＦ－４４４０、ＴＳＦ－４３００、ＴＳＦ－４４４５、ＴＳ
Ｆ－４４４６、ＴＳＦ－４４６０、ＴＳＦ－４４５２などを挙げることができる。
【００５４】
　フッ素系界面活性剤は、特に限定されず、例えば市販品として大日本インク化学工業社
のメガピースＦ－４７０、Ｆ－４７１、Ｆ－４７５、Ｆ－４８２、Ｆ－４８９などを挙げ
ることができる。
【００５５】
　界面活性剤は、水系剥離液の全体重量のうち１０重量％以下で含まれることができる。
【００５６】
　前記境界部を水系剥離液に接触させる方法は、特に限定されず、前記方法として、水系
剥離液に浸漬するか、水系剥離液を噴射するか、水系剥離液を塗布したブラッシュ、ロー
ラー、パッドなどを接触させるなどの方法を使用することができる。
【００５７】
　本発明の柔軟基板の製造方法は、前記分離層２０をキャリア基材１０から剥離する段階
の前または後に前記高分子層４０上に柔軟基材５０を付着する段階をさらに含む。
【００５８】
　すなわち、電極パターン層３０が形成された分離層２０上に高分子層４０を形成し、高
分子層４０上に柔軟基材５０を付着した後に、分離層２０を基材から剥離してもよく、分
離層２０を基材から剥離した後、高分子層４０上に柔軟基材５０を付着してもよい。図２
は、柔軟基材５０をまず付着した後、分離層２０を基材から剥離する工程を例示したもの
である。
【００５９】
　柔軟基材５０は、当該分野に公知された水系粘着剤、接着剤または光硬化性または熱硬
化性の粘着剤または接着剤を使用して付着することができる。
【００６０】
　柔軟基材５０は、当該分野に広く使用される素材で製造された透明フィルムが制限され
ずに使用されることができ、例えば、セルロースエステル（例えば、セルローストリアセ
テート、セルロースプロピオネート、セルロースブチレート、セルロースアセテートプロ
ピオネート、及びニトロセルローズ）、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリエステル（
例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリ－１，４－シク
ロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポリエチレン１，２－ジフェノキシエタン－４，
４′－ジカルボキシレート及びポリブチレンテレフタレート、ポリスチレン（例えば、シ
ンジオタクティック（ｓｙｎｄｉｏｔａｃｔｉｃ）ポリスチレン）、ポリオレフィン（例
えば、ポリプロピレン、ポリエチレン及びポリメチルペンテン）、ポリスルホン、ポリエ
ーテルスルホン、ポリアリレート、ポリエーテル－イミド、ポリメチルメタアクリレート
、ポリエーテルケトン、ポリビニルアルコール及びポリ塩化ビニルよりなる群から選択さ
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【００６１】
　また、本発明は、前記方法で製造された柔軟基板を提供する。前記方法で製造された柔
軟基板は、分離層２０をそのまま含んでいて、前記分離層２０が電極パターン層３０を保
護し、損傷されない電極パターン層３０などを具備する。
【００６２】
　本発明の柔軟基板は、画像表示装置、太陽電池など各種柔軟基板が適用される分野に制
限なしに適用可能である。
【００６３】
　また、本発明は、前記柔軟基板を備えた画像表示装置を提供する。本発明の柔軟基板は
、通常の液晶表示装置だけでなく、電界発光表示装置、プラズマ表示装置、電界放出表示
装置など各種画像表示装置に適用可能である。
【００６４】
　以下、本発明の理解を助けるために好ましい実施例を提示するが、これら実施例は、本
発明を例示するものに過ぎず、添付の特許請求範囲を制限するものではなく、本発明の範
疇及び技術思想の範囲内で実施例に対する多様な変更及び修正が可能であることは、当業
者にとって明白なことであり、このような変形及び修正が添付の特許請求範囲に属するこ
とも当たり前なのである。
【００６５】
　実施例及び比較例
　１．実施例１
　ガラス基板をイソプロピルアルコールで洗浄した後、基板の表面を親水性に改質するた
めにＯ２プラズマ処理（１ｓｃｃｍのＯ２ガス、１０ｍＴｏｒｒの工程圧力、５００Ｗの
ＤＣ　ｐｏｗｅｒで３００秒間処理）を実施した後、前記ガラス基板をキャリア基材とし
て使用した。
【００６６】
　前記キャリア基材上にポリアリレート（ｕｎｉｆｉｎｅｒ社：２２ｗｔ％）を厚さ７μ
ｍでドクターブレーディング（Ｄｏｃｔｏｒ　ｂｌａｄｉｎｇ）方法を利用して塗布し、
９０℃のホットプレート(ｈｏｔ－ｐｌａｔｅ）で５分間熱処理した後、１５０℃オーブ
ンで２０分間ポストベークし、分離層を形成した。
【００６７】
　前記分離層上にバーコーティング装備を利用してＡｇナノワイヤー（ｃａｍｂｒｉｏｓ
社）をコーティングし、エッチング工程でパターンを形成することによって、厚さ２０μ
ｍの線幅２０μｍの電極パターン層を形成した。
【００６８】
　次に、前記電極パターン層が形成された分離層上にポリアリレート系樹脂を含む高分子
層形成用組成物を厚さ３μｍでドクターブレーディング（Ｄｏｃｔｏｒ　ｂｌａｄｉｎｇ
）方法で塗布し、ＵＶＡ　３５６ｎｍ波長を２００ｍＪで照射した後、１３０℃に４０分
間熱処理し、高分子層を形成した。
【００６９】
　次に、ＯＣＡ（３Ｍ社：８１４６－２厚さ５０ｕｍ）フィルムを前記分離層上にラミネ
ータを利用して接合し、厚さ５０μｍのＰＥＴ柔軟基材をさらにラミネーションし、柔軟
基板を形成した。その後、キャリア基材と分離層の境界面に水系分離液（溶媒）を噴射し
、分離層をキャリア基材から分離し、柔軟基板を製造した。
【００７０】
　２．実施例２－３及び比較例１－３
　分離層の組成及び境界面に噴射する溶媒を下記表１のように使用したことを除いて、実
施例１と同一の方法で柔軟基板を製造した。
【００７１】
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【表１】

【００７２】
　実験例
　（１）剥離力の測定
　実施例及び比較例の柔軟基板製造工程中に、溶媒噴射前後の９０゜剥離時（０．３ｍ／
ｍｉｎ）の剥離力をDong-il SHIMADZU 社のＡｕｔｏ－ｇｒａｐｈ（ＵＴＭ）装備で測定
した。
【００７３】
　（２）クラックの発生有無
　実施例及び比較例で製造された柔軟基板をキャリア基材から剥離時にクラックの発生有
無をＡｕｔｏ－ｇｒａｐｈ　９０゜ジグを用いて確認した（サンプルサイズ：２５ｍｍＸ
１５０ｍｍ）。具体的な評価方法は、次の通りである。
【００７４】
　柔軟基板上に粘着剤が接合された透明ポリカーボネートフィルム（２５ｍｍＸ１５０ｍ
ｍ）を接合した。その後、Ａｕｔｏ－ｇｒａｐｈ装備を利用して９０゜剥離し、柔軟基板
の状態を確認し、下記基準によって評価した。
　○：クラックが視認されない
　△：クラックが５個以下と視認される
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【００７５】
　（３）剥離面の表面状態確認
　実施例及び比較例で製造された柔軟基板の剥離面（分離層）の微細クラックの発生有無
と表面異物の存在有無を確認した。微細クラック発生有無は、剥離面を光学顕微鏡（Ｘ１
５０）反射モードで観察して確認した。
【００７６】
　柔軟基板をキャリア基材から剥離する時に、不均一剥離に起因して分離面に異物が存在
することができる。このような異物の残部を目視観察し、異物が透過光または反射光によ
って視認されなければ○、視認されればＸで評価した。
【００７７】
【表２】

【００７８】
　前記表２を参照すれば、実施例１～３の柔軟基板は、水系剥離液接触の後にキャリア基
板と分離層間の剥離力が低くなって、剥離時にクラックが発生せず、剥離面の表面状態も
良好であった。
【００７９】
　しかし、比較例１～３の柔軟基板は、剥離液の接触によって剥離力が増加し、クラック
が発生し、剥離面の表面状態も良好ではなかった。
【００８０】
　図４は、比較例１の表面状態を示すものであり、クラック発生によって光透過度が低下
したことを確認することができる。
【符号の説明】
【００８１】
　１０　キャリア基材
　２０　分離層
　３０　電極パターン層
　４０　高分子層
　５０　柔軟基材
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